


免責聲明 

本簡報資料所提供之資訊，包含所有前瞻性的看法，將不會因任何

新的資訊、未來事件、或任何狀況的產生而更新相關資訊。 

汎銓科技股份有限公司（本公司）並不負有更新或修正本簡報資料

內容之責任。本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或

保證其具有正確性、完整性、或可靠性，亦不代表本公司、產業狀

況或後續重大發展的完整論述。 
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公司概況與經營團隊 

營運實績與市場概況 
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服務能量與經營理念 

五 

專利布局與研發藍圖 
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公司基本資料 

汎銓科技股份有限公司 
MSSCORPS CO.,LTD.(英文簡稱:MSS) 

服務項目: 材料分析服務(MA)、故障分析服務(FA) 

設立時間: 民國94年7月27日  

創辦人: 柳紀綸董事長兼總經理 

資本額: 新台幣4.12億元/員工: 約400人 
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國內少數同時具備資安、品質及實驗室認證之專業分析公司 

IECQ17025實驗室認證 ISO9001品質認證 ISO27001資安認證 

專業認證 



營運總部 

新竹 

材料分析本部 

竹北營運點 MA 
FA 
SA 

台南 

南科營運點 
MA 

南京 

南京營運點 
MA 

上海 

上海辦公室 
Sales office 

立足台灣，服務全世界 

營運據點 



年份 重要記事 

民國94年07月 核准設立，資本額25,000千元整 

民國104年06月 成功開發超薄試片達5 奈米用於分析先進製程特徵 

民國105年02月 成功開發高解析成分分析工法技術 

民國105年12月 成功開發低溫原子層鍍膜(Low Temperature Atomic Layer Deposition，LT-ALD)技術。 

民國106年07月 成功開發電鏡觀察過程中光阻保護工法 

民國107年02月 成功開發極紫外光光阻(Extreme Ultra-Violet Photoresist，EUV PR)分析解決方案 

民國107年04月 設立竹科分公司 

民國107年08月 成功開發精準分析低介電材料形貌技術 

民國107年10月 設立南科分公司 

民國107年10月 榮獲得經濟部第27屆磐石獎殊榮 

民國108年06月 設立南京泛銓電子科技有限公司 

民國108年11月 成功開發精密量測技術 

民國108年12月 營運總部搬遷至新竹市南山科技大樓 

民國109年04月 成功開發新世代電晶體分析技術 

民國109年11月 設立竹北分公司 

民國110年03月 辦理股票公開發行 

民國110年07月 股票登錄興櫃市場交易 

民國111年03月 取得經濟部工業局核發係屬科技事業核准函 

公司沿革 



經營團隊介紹 
董事長兼總經理 

    柳紀綸 執行副總暨技術長 

    陳榮欽 

資深副總暨營運長 

    廖永順 
副總經理暨營運長 

    周學良 

副總經理暨財務長 

    蘇靖棋 
副總經理暨資訊長 

    簡文祥 

淡江大學應用物理系學士 
聯華電子產品部工程師 
聯華電子製造部副理 
聯華電子生產企劃部副理 
聯詠科技資材部部經理 

清華大學材料科學工程碩士 
台積電主任工程師  

交通大學財務金融研究所碩士 
康和證券承銷部業務協理 

清華大學材料科學工程博士 
台積電產品部副理 

成功大學地球科學研究所碩士 
聯華電子故障分析課經理  

台灣大學資訊工程系學士 
Oracle資深顧問  
SAP資深顧問 
SAS技術平台協理 



汎銓  在半導體產業鏈扮演的角色-FA 

封測/載板/ 
軟板/PCB 等 

IC設計/光罩  IC設計除錯與找出IC故障真因，讓客戶產品快速Time to market 
 
1.IC電路修補，讓designer找出設計錯誤點，並確認更改設計的有效性 
2.IC量產後，針對不良品，進行電測/故障點標定/結構/成份分析 
   運用 EFA & PFA 技術找出IC故障真因 

汎銓的低損傷分析技術，從晶圓代工取得絕對優勢，擴展到半導體下游 
 
1.材料多樣性/硬度差異/越做越薄/層和層結合力越來越弱 
2.開發一系列保護試片專利，減少熱和電的影響，避免產生人為缺陷 

故障分析服務 
 

(IC產品醫院) 

項目&定位 內                 容 

故障分析流程 



汎銓  在半導體產業鏈扮演的角色-MA 

晶圓代工/設備/材料 

提供電晶體結構與成份分析，讓FAB 快速達成以下任務 
汎銓技術停滯或速度變慢，我們的客戶研發時程就會延誤！ 
1.研發最先進製程，決定 新設備的機型/新材料/製程參數 
2.導入量產，新建產線的機台，必須證明與RD line 一致性  
3.量產中，產線持續良率提昇 

材料分析服務 
 

(研發領航者) 

項目&定位 內                 容 

材料分析流程 



         核心技術優勢:業界唯一 

製備 5 nm 超薄試片 EUV光阻解決方案 
自主開發原子層 
鍍膜技術(ALD) 

精準量測分析技術 

無疊影、讓客戶不誤判 

分析工法差異 汎銓科技 

EUV光阻材料分析 
自主開發ALD機台, 可達低溫
高強度光阻保護 

超薄試片製備 試片厚度<5 nm 

低損傷Low K分析 小於3%損傷 



完整的專利佈局-已取得重要專利 
案件樣式 專利名稱 申請國別 專利證號 專利有效期間 

1 發明 
半導體元件之兩階段封膠去除方法及雷射開槽加
工裝置 

中華民國 I411026 
 102/10/01~ 
119/08/12 

2 發明 一種故障分析用的半導體試片的製備方法 中華民國 I738568 
 110/09/01~ 
129/11/17 

3 發明 一種遠端控制樣品處理及/或樣品分析的方法 中華民國 I748675 
 110/12/01~ 
129/10/05 

4 發明 一種物性分析試片的製備方法 中華民國 I707058 
 109/10/11~ 
128/12/18 

5 發明 一種利用導電膠保護膜製備物性分析試片的方法 中華民國 I759053 
111/03/21~ 
129/12/30 

6 發明 
一種利用導電原子層沉積保護膜製備物性分析試
片的方法 

中華民國 I762189 
111/4/21~ 

130/2/8 

7 發明 
一種將故障分析用特殊大型封裝IC從印刷電路板
卸下的方法 

中華民國 專利已核准，待取證 

半導體產業3奈米以下先進製程分析，汎銓已築起技術高牆與專利護城河 



先進製程研發Roadmap  

應用於7奈米之後 應用於2奈米 應用於7+奈米之後 



GaAs 

Ga

N 

SiC 

Silicon 

服務半導體產業公司數量 

第一類半導體 
Si & Ge 

第二類半導體 
GaAs & InP 

第三類半導體 
SiC & GaN 

封裝/測試/載板/
軟板/PCB 等 

IC設計/IDM/光罩  

晶圓代工/設備/材料 

100+ 10+ 5+ 

150+ 20+ 20+ 

100+ 



高度競爭力 高年薪&高幸福感 
  

努力 
  

努力 
  

努力 

(公司)  (員工)  (股東)  

高報酬率 

不同工、不同壓力、不同酬 

經營理念 



營運實績-最近十年度營收成長趨勢 

單位:新台幣千元 
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營運實績-最近五年度財務表現 

單位:新台幣千元/元 
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+32% 
+59% 
+53 % 

106 107 108 109 110

營業收入 614,603 690,630 856,306 1,113,184 1,469,881

稅後純益 64,072 66,538 81,764 159,106 252,493

EPS 2.5 2.76 2.27 4.05 6.21
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      全球半導體市場規模成長趨勢 
   ~帶動分析產業未來黃金十年成長 

資料來源:WSTS(世界半導體貿易組織)/工研院產科國際所整理(2021/04) 



第三代(類)半導體材料市場高度成長 



公司治理與企業社會責任- 

內部董事 

3席 

外部董事 

2席 

獨立董事 

4席 

董事長 柳紀綸-汎銓總經理 

董事     陳榮欽-汎銓技術長 

董事     廖永順-汎銓營運長 

獨立董事 詹定勳 
• 東海大學會計系 
• 聯捷聯合會計師事務所會計師 
• 昶昕實業獨立董事 
• 譁裕實業獨立董事 

獨立董事 王健珉 
• 中原大學財經法律系 
• 投資人保護中心專員 
• 桃園行政執行處書記 
• 三禾法律事務所主持律師 

獨立董事 袁鴻昌 
• 交通大學財金所碩士 
• 光群雷射財務主管 
• 景凱生技總經理 

獨立董事 崔長風 
• 中華大學資訊工程碩士 
• 網路時代資訊媒體董事長兼總經理 
• 中華大學校友總會秘書長 

會計專長 

財務專長 

法律專長 

產業專長 
投資專長 外部董事 王永達 

• 清華大學生醫暨環科所碩士 
• 政治大學科管與智財所碩士 
• 中華開發資本協理 

產業專長 外部董事 林信彩 
• 亞東技術學院 
• 聯華電子副理 
• 京元電子副總經理 

多元的董事會結構 



公司治理與企業社會責任- 

• 人才是公司最大的資產，本公司自設立迄今，均與員工保持直接且暢通的溝通管道，重視員工權益與福利。 

• 本公司已任命會計處長詹惠雯處長為公司治理主管。 

已設立公司治理主管，協助董事會發揮職能 

• 本公司業已完成編製2021年度ESG永續報告書，目前已交由第三方公正  機構進行確信程序。 

編製ESG企業永續報告書，善盡企業社會責任 

• 本公司業已陸續和各綠電廠商洽商，自2023年起將逐年導入綠電採購制度，響應政府支持綠色能源。 

環境友善政策-逐年導入綠電採購政策 

提升公司資訊透明化，保障利害關係人權益 

重視員工權益與福利，善盡企業社會責任 

• 本公司加強在公司網站上，揭露各項資訊公告，以減少資訊不對稱之情事，亦可保障各利害關係人之權益。 

ESG政策 



公司治理與企業社會責任- 
2013~迄今，捐助聖方濟兒少中心/少女之家/
育幼院等所需物資 

2017~迄今，捐助高雄築夢學園-協助弱勢家庭學
生課後輔導物資設備 

2018~迄今，捐助高雄社區發展協會-銀髮族
照護及辦理活動經費贊助 

2022~迄今，捐助嘉義笑瞇瞇懸絲偶劇團-關懷長輩
【活耀老化在地安養】計畫 

社會公益活動 



產學合作活動 公司治理與企業社會責任- 
與學校建立「業界導師」制度，結合理論與實務
經驗，培育半導體人才 

與學校建立實習生建教合作制度，讓莘莘
學子「畢業即就業」 



環境友善活動 公司治理與企業社會責任- 
參與「台灣說蘭嶼環境教育協會」-蘭嶼垃圾淨化環境活動 



感謝聆聽，敬請指導  




